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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CET est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien
1’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a
1’établissement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

Bulletin dela CEX

Revision of this publication

The technical content of I E C publications is kept under cons-
tant review by the IE C, thus ensuring that the content reflects
current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-

tions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the foliowing I E C sources:

® 1EC Bulletin

Annuaire dela CEI

Catalogue|des publications de la CEI
Publié annnellement

Terminologi

En ce qui cqnceme la terminologie générale, le lecteur se
reportera & la Ppblication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique Intemfational (VEI), qui est établie sous forme de cha-
pitres séparés tmaitant chacun d’un sujet défini, I’Index général
étant publié séparément. Des détails complets sur le VEI petivent
étre obtenus sur demande.

Les termes et| définitions figurant dans la présente publicatio
ont &té soit rep: ;
de cette publication.

Pour les boles grap @ )
d’usage générallapprouvés panlz CE

ont été soit repyis des Publisations)27 ou 617 de la CEI, soit
spécifiquement ppprouvés aux fing de cette publication.

IE C Yearbook

®  Catalogue of I E C Paiblicat,
Published yearly

Terminolog

referred fo 1 E C Publi-
ulary (IEV),

> each dealing
eral Index being published as a se-

ails of the JIEV will supplied on
and definitions contained in the present publication
her been taken from the IEV or have been specifically

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IE C for general use, readers are referred jo:

—- IE C Publication 27: Letter symbols to be u
technology;

d in electrical

— IE CPublication 617: Graphical symbols for diagrams.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC Publicationd 27 or 617, or
have been specifically approved for the purpose of this publication.

Publications de la C EI établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur le deuxiéme feuillet de la
couverture, qui énumere les publications de la CEI préparées
par le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

IE C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the back cover, which
lists IEC publications issued by the Technical Committee
which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Cinquiéme complément a la Publication 191-3 (1974)

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Troisiéme partie : Régles générales pour la préparation des dessins d'encombrement

des circuits intégres
Bottiers matriciels

PREAMBULE
1) Les décisions ou rds officiels de la CEl en ce qui concemne les questions techniques, pré ntreprésentés
tous les Comités nlationaux s'intéressant a ces questions, expriment, dans la plus grande thesu cord internationgl sur les sujets
examinés.
2) Ces décisions corstituent des recommandations internationales et sont agréées/comp
3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CE| expnme le voau qlie 5 j les nationales
le texte de la recommandation de la CEl, dans la mesure ol Jés conditions
Toute divergence entre larecommandationdela CEletlaregle a iquée entermes
clairs dans cette demiére.
La présente nOJme a été établie pz
Elle constitue | cinquiémelé
Le texte de cettp norme est i es
~ : -
\ h%gle des Six Mois Rapport de vote
47 (BC) 1147 47 (BC) 1212
Le rapport de vote|indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti & I'approbatiop de cette

norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Fifth supplement to Publication 191-3 (1974)
MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES
Part 3: General rules for the preparation of outline drawings of integrated circuits

Pin grid arrays

FOREWORD

1) The forrhal decisions or agree_ments of the IEC on technical matters, prepared b Nahonal Commmees

t sense.

3) In ordef to promote international unification, the IEC expresses
recommendation for their national rules in so far as natlonal conlitio
corresppnding national rules should, as far as pogsibie

pt the text of the IEC
tecommendation and the

This sr ted No. 47: Semiconductor devices.
It form

Six Months' Rule Report on Voting

47 (CO) 1147 47 (CO) 1212

Full information.on ating for the approval of this standard can be found in the Voting Report indicated in the above table.
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Cinquieme cdmplémem a la Publication 191-3 (1974)
NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Troisiéme partie : Régles générales pour la préparation des dessins d'encombrement

des circuits intégrés
Boftiers matriciels

Page 8 de la Pudllcatlon 191-3B de la CEl
Apres l'article 13, |ajouter l'article 14 suivant :
14. Boitiers maMIIclaIs

Voir l'annexe F.

$&®
S
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191-3E © |EC 1990 ' -5-

Fifth supplement to Publication 191-3 (1974)
MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES
Part 3: General rules for the preparation of outline drawings of integrated circuits

Pin grid arrays

Page 9 of[IEC Publication 191-3B
After Clause 13, add the following Clause 14:
14. Pin grfd arrays

Seg Appendix F.

@%
&
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ANNEXEF APPENDIX F
REGLES GENERALES POUR LA GENERAL RULES FOR THE
PREPARATION DES DESSINS PREPARATION OF OUTLINE DRAWINGS
DE BOITIERS MATRICIELS OF PIN GRID ARRAYS

Voir dessins de référence

/ See reference drawings —
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DESSINS DE REFERENCE - REFERENCE DRAWINGS

Couvercle supérieur

Plan d'insertion
Insertion plane

Couvercle sup#étiel
To}lid\

Plan d¢ siége

Seating plane
note 1

Plan d'insertign
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note 5 '

Plan d'insertion ' Plan de siége |
Insertion plane Seating plane
note 1
Date : 1990
Publication CEI

IEC Publication  N° 191



https://iecnorm.com/api/?name=23834abbce9c909a9fb0551799c970e8

191-3E © CEI 1990

Dimensions a spécifier.
Dimensions to be specified.

Tableau A : Dimensions communes & tous les types de boitiers matriciels
Dimensions appropriées pour le montage et l'interchangeabilité

Table A :

Dimensions common to all types of pin grid array packages

Dimensions appropriate to mounting and interchangeability

Réf. . Millimetres / Inches (note 14) Notes
min. nom max.

A X —_ X 12
A, X — — 3

A, — — X

&b L X — X 4 <
® | - ) - \/
| X — X

X — —_ X %

y — - X )

z — — \Sv

%

@7

Tablead B : Dimensions spécifiques aux/

Table B: Type specific dimensions

Millimétres / Inches n@f\ x

W%&A \Type 2 Typen
Rét. - - Notes
min. }m\(h\ &(\ \ﬁ1\m} nom. { max. min. | nom. | max.
D X — X \{ —_ X X — X
E x<\ X —_ X X — X
N
n, — — — X —_ —_ X — y
ng \\ N — — X — —_ X — B
n - \() — — X — — X —_— 9,10
Date : 1990
Publication CE| N° 191

IEC Publication
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Notes

1 - Plande siége :le plan de siége est détermi-
né lorsque les sorties du dispositif sont
insérées enbutée dans des trous de diamé-
tre 1,1 mm (0.043") disposés axialement
suivant la grille matricielle de module [e] /

[e]

2 - Les butées ne sont pas imposées ; lors-
qu'elles existent elles doivent étre situées
surles diagonales de la matrice des sorties.

3 -

bomer et le couvercle que celun -Ci sont situé
au-dessus ou au-dessous du boitier. (Voir
dessins de référence.)

La dimension @b exclut les surépaisseurs
de soudure au trempé. Sinon, la spécifica-
tion particuliére de soudure au trempé doit
donner le diamétre @b a la fois sans et avec
soudure.

Tolérance de position selon la Norme I1SO,
1101.

différent

Les dessins de boitiers qui

Notes

1- Seating plane: the seating plane is
determined when the device terminals are
fully inserted into holes of diameter of 1.1
mm (0.043") the centres of which are
located on a grid matrix with[ e]/[e] as
modulus.

2 -

Stand-offs are optional, but when present
they should be located on the pin matrix
diagonals.

solder dip de-
pth @b dia-

Standard

alue applies at datum A (deviation
from the theoretical position),
-y value applies at datum B (deviation

from the theoretical position).

Package overhand Z
soit Z <

2
soit @ —<Z< [e]

Package drawings which differ by their

seuiement par leur dépassement peuvent
étre différenciés par un suffixe dans leur
numéro de code.

overhang only may be differentiated by a
suffix in their code number.

Date : 1990

Publication CEIl

IEC Publication N° 191
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